" POLITECHNIKA LODZKA
"INSTYTUT ELEKTRONIKI

TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ - INSTITUTE OF F1L.ECTRONICS

ul.Stetanowskiego 18/22, 90-537 LédZ, Poland Tel (4R) (423360065, (48) (42331 2626
Fax. (48)(42)36 22 38

Laboratorium ukladow wielkie)
czestotliwosci

Cwiczenie nr 4

Technologia montazu powierzchniowego
i ochrona przed elektrycznoscig statyczng

Laboratorium opracowano w ramach programu TEMPUS JEP 9883-95



Cel ¢wiczenia:

Poznanie podstawowych metod 1 urzadzen stosowanych w wielkoseryjnej 1 jednostkowe;]

technologii montazu elementéw SMD. Poznanie podstawowych elementow stosowanych w

technologii SMT. Poznanie przyczyn i zasad zabezpieczania elementdéw elektronicznych przed

elektrycznosciq statyczng. Wykonanie montazu 1 demontazu podzespotéw SMD.

Wprowadzenie:

SMT/SMD
Technologia montazu powierzchniowego (Surface Mount Technology) polega na
umieszczaniu i mocowaniu specjalnie przystosowanych w tym celu podzespoléw i elementow
elektronicznych (bez wyprowadzen drutowych) na piytce drukowane) 1 dokonywaniu
polaczenia ze Sciezka (plakietka montazowa ) bez koniecznodci stosowania otwordw
montazowych. Wprowadzenie tej metody montazu piytek drukowanych technologiczne
zblizonej do techniki montazu uktadow hybrydowych jest scisle zwiazane z rozwojem

technologii uktadow VLSI, pozwalajgcych na uzyskiwanie olbrzymich gestosci upakowania, a

tym samymn na znaczne skrocenie dfugosci potaczen. Wykorzystanie potencjalnych mozliwoscei

jakie daje technika VLSI stworzyto potrzebe wprowadzenia gruntownych zmian w konstrukcji

i technologii obudéw uktaddw scalonych i podzespotow dyskretnych oraz w technologii ich

montazu. Opracowanie 1 uruchomienie produkcji podzespotow strukturowych (Surface Mount

Devices) spowodowalo gwaltowny rozwoj techniki montazu powierzchniowego 1 wypieranie

innych technik montazowych.

Glowne zalety technologii montazu powierzchniowego to:

1. zmnigjszenie wymiarow 1 cigzaru plytek drukowanych (modutéw) wynikajace z:

M mniejszych wymiarow i masy podzespotéw SMD
B wyeliminowania wigkszosci otwordw montazowych
B wykorzystania mozliwoséct montazu dwustronnego

2. wzrost szybkosci dziatania uktadow elektronicznych, poprawa charakterystyk
czestotiwosciowych wskutek zmniejszenia czasow przesylania i przelaczania sygnatow

3. mozliwo$¢ fatwiejszego zautomatyzowania procesu montazu elementow

4. zwiekszenie niezawodnosci urzadzen zwigzane z wiekszg niezawodnoscia elementéw SMD
{mniejsza liczba polaczen wewngtrznych oraz dzigki matym wymiarom i malej masie
wigksza odpornosc na wibracje 1 udary )

5. obnizenie kosztéw wytwarzania urzadzen elektronicznych wynikajace przede wszystkim z
latwiejsze) automatyzacji procesu montazowego, zmniejszenia wymiarow 1 cigzaru rzadzen,
zmniejszenia liczby urzadzen montazowych i zajmowanej przez nie powierzchni a takze
kosztow ich obshigi 1 konserwacji oraz uproszczeniu procesu przygotowania produkcji.

Seryjny jednostronny montaz powierzchniowy sktada si¢ z kilku podstawowych procesow:

1. Naniesienie pasty lutowniczej na pola lutownicze automatycznym dozownikiem, metoda
sitodruku lub transferu z uzyciem specjalnych matryc z umieszezonymi w odpowiednich
migjscach szpilkami

2. Umieszczenie podzespoldow na wiasciwych miejscach przez automatyczny manipulator X-Y
sprzezony z podajnikiem z predkoscig kilkadziesiat czy kilkaset tysiecy elementow na
godzing

3. Pozycjonowanie elementow O najmniejszym rastrze wyprowadzen przez pozycjoner
wyposazony w uklad wizyjny

4. Przylutowanie podzespotow metoda lutowama rozptywowego w specjalnym piecu lub
metoda nagrzewania parami fluoroweglowodordw o temperaturze2 15 °C w ostonie freonu

5. Mycie zmontowanych plytek

6. Kontrola poprawnosci montazu



W przypadku montazu dwustronnego po wykonaniu operacji 1, 2 i 3 odwraca sie phytke i w
ten sam sposob montuje si¢ druga strong. Czasem w celu dokladnego pozycjonowania
elementdw lub koniecznosci montazu nietypowych podzespotow konieczne staje sie ich
przyklejenie do plytki. Dokonuje sig tego przy uzyciu klejow cyjanoakrylowych, akrylowych,
epoksydowych Iub anaerobowych. Klej podobnie jak paste nanosi si¢ na plytke metoda
transferu, dozowania lub sitodruku. Dla produkcji matoseryjnej mozliwe jest uzycie jednego
uniwersalnego urzadzenia do nanoszenia pasty lutowniczej 1 kleju oraz do ukiadania i
pozycjonowania elementow. Obniza to koszty urzadzen montazowych jednakze znacznie
obniza wydajno$¢ systemu. W przypadku produkeji wielkoseryjnej mozliwe jest rowniez, po
wstepnym przyklejeniu elementéw do podioza, zastosowanie lutowania na podwaojnej fali typu
Q, Z1ub T. Koszt montazu powierzchniowego moze by¢ w poréwnaniu do montazu
klasycznego obnizony o co najmniej 50%. Montaz powierzchniowy jest jedynym szczegolnie
optacalnym w przypadku produkcji wielkoseryjnej jednakze mozliwy jest rowniez dla produkcji
matoseryjnej jak | wykonywania pojedynczych egzemplarzy urzadzen elektronicznych, W
przypadku produkcji jednostkowej lub serwisu urzadzen w technologii SMT stosuje sie tzw.
metodg lutowania goracym powietrzem i past lutownicza lub klasyczne lutownice grzatkowe
z odpowiednio uksztaftowanymi grotami. Dodatkowym wyposazeniem sa reczne lub
potautomatyczne dozowniki pasty i kleju, odsysacze i pesety podcisnieniowe oraz systemy
wstepnego podgrzewania phytki

Elementy przeznaczone do montazu technika powierzchniows charakteryzuja sie matymi
wymiarami, matym cigzarem i zmniejszong iloscia potaczen wewnetrznych. W zwiazku z tym
sq bardziej niezawodne niz ich odpowiedniki przeznaczone do montazu klasycznego
(przewlekanego). Prosta budowa elementéw SMD zapewnia znaczne ulatwienie ich montazu.
Eliminuje koniecznos¢ specjalnego przygotowania koncowek, umozliwia uzycie prostszych
form opakowania, oraz stosowanie bardziej wydajnych i mniej skomplikowanych urzadzen
montazowych.

Ochrona przed elektrycznosciy statyczng
Przeczyta) informator firmy 3M zatytulowany: ,,Co warto wiedzie¢ o elektrycznosci
statycznej w mikroelektronice” (Zatacznik A) i przejrzyj informator ,,3M. Static Control
Products and Services Catalog” (Zatacznik B). Zapoznaj sig z przedstawionymi ponizej
schematami zabezpieczen stanowisk pracy przed ESD.
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Przebieg Cwiczenia:

1. Zidentyfikuj zastosowane w laboratorium érodki zabezpieczajace przed elektrycznoscig
statyczng 1 okresl ich strukture.

2. Namocz woda gabki umieszczone w podstawkach do lutownic !!

3. Zapoznaj si¢ doktadnie z instrukcjami obstugi urzadzen lutowniczych stanowiacych
wyposazenie stanowiska laboratoryjnego (Zatacznik C).

- 4. Wlacz zasilanie stacji lutowniczych Pace i dotacz do nich odpowiednie lutownice, w celu
przeprowadzania montazu t demontazu elementow SMD.

5. Zainstaluj odpowiednie koncowki do lutownic (w celu ulatwienia tej czynnosci uzyj
odpowiednich narzedzi pomocniczych jak chwytaki czy pozycjoner).

6. Ustaw poprawne wartosci temperatur (patrz w: ,, Tip & Tempereture Selection System”)

7. Wykonaj demontaz i montaz elementow SMD na plytce drukowanej otrzymane)j od
prowadzacego zajecia.

8. Powtarzaj punkt 5 tak dlugo aZ uznasz, Ze nabrales$ juz wprawy lub gdy skoficza si¢ zajecia.
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Uwagi dodatkowe do ¢wiczenia

Przebieg ¢wiczenia polega na:

a) Rozmontowanie ukladu elektronicznego udostgpnionego przez prowadzacego zajgcia
(jezeli uktadem jest wzmacniacz W.Cz., wowczas nalezy zachowa¢ do ponownego wykorzystania zlacza
BNC oraz tranzystor wymontowany z uktadu).

b) Zmontowanie uktadu wzmacniacza W.Cz. (ptytke do montazu oraz elementy elektroniczne nalezy pobrac
od prowadzacego zajgcia, cewke nalezy nawina¢ wedhug wskazéwek prowadzacego zajgcia wykorzystujac
srebrzankg)

Schemat ukiadu wzmacniacza W.Cz.
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